
设 备 日 常 点 检 表
Daily Equipment Check Sheet ｜ 半导体产线通用版 v1.0

设备编号 EEQ-ETCH-012 设备名称 ICP 刻蚀机 机台/腔体 CH-A

点检日期 2026-10-10 班次 白班 点检人 张工

序号 点检项目 点检内容与判定标准 判定 异常描述 处理/跟进措施

一、开机前检查

1 气路压力 各气体钢瓶/汇流排压力在 SOP 规定范围（如 Cl2 0.4~0.6
MPa）

OK

2 冷却水 Chiller 供水温度 20±1℃，流量正常，无渗漏 OK

3 真空泵 干泵/罗茨泵油位、油温正常，无异响异味 NG 干泵油位低于下限刻
度

已通知设备当班加
注，午后复检

4 腔体状态 腔体内部目视清洁，无残留聚合物与异物 OK

5 RF 匹配器 反射功率归零，Match 调谐位置正常 OK

6 MFC 校零 各质量流量计零点漂移在 ±1% F.S 内 OK

二、运行状态检查

7 工艺参数 当前 Recipe 参数与 SOP 卡片一致（功率/气压/流量） OK

8 腔压波动 工艺中腔压波动 < ±3% OK

9 Alarm 记录 过去 24h 无未关闭报警，报警代码已登记 OK

10 Wafer 传送 机械手取放片正常，无划伤卡片 OK

11 Endpoint 终点检测信号正常，光学窗口清洁 OK

12 生产数据 当班批次良率无异常波动（对比前 7 天均值） OK

三、安全与环境

13 尾气处理 Scrubber 运行正常，排放无异味 OK

14 静电接地 设备接地线连接可靠，静电手环测试合格 OK

15 周界状态 设备周围无化学品泄漏，防溢托盘完好 OK

16 急停装置 急停按钮功能正常，警示标识完好 OK

17 5S 状态 机台及周边整洁，工具物料定置摆放 OK

点检项总数

17
OK 数

16
NG 数

1
N.A. 数

0
点检结论

发现异常，需跟进处
理

点检人签字/日期 班组长确认 设备工程师确认（NG 必填）

判定口径：OK=符合标准；NG=不符合，必须填写异常描述与处理措施；N.A.=当班不适用。本表为通用模板，点检项与标准以本厂 SOP 为准。


